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national application No. 
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L Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
I I the international application as originally filed 
the description: 

P^^^^ - , as originally filed 

P^^^^ . fiied with the demand 

pages , filed with the letter of 



^ the claims: 

P^^es \~27 ^ , as originally filed 

P^Ses , as amended (together with any statement under Article 1 9 

P^^^^ ^ , filed with the demand 

P^^^^ , filed with the letter of 

^ the drawings: 

P^Ses \/2'2/2 ^ as originally filed 

P^^^^ , filed with the demand 

P^S^^ . . filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 



pages 



• . > as originally filed 

^^^^^ . , filed with the demand 

P^S^^ . filed with the letter of 

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the mtemational application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is* 

□ the language of a translation ftimished for the purposes of international search (under Rule 23,l(b)). 
CZI the language of publication of the international application (under Rule 48 3(b)) 

□ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55 2 and/ 
or 55.3). 

^JfLi'T'"^ -^"^^ nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 

prehmmary exammation was earned out on the basis of the sequence listing- 

□ contained in the international application m written form. 

□ filed together with the international application in computer readable form 

□ furnished subsequently to this Authority in written form. 

□ furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

EH The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

n The statement that the information recorded in computer readable form is idemical to the written sequence listing has 

been furnished. 

The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ the description, pages 

□ 

the claims. Nos. 

□ the drawings, sheets/fig 



5. n J^'^ "^P^"^ ^""^ established as if (some oO the amendments had not been made, since they have been considered to go 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

Replacement sheets which have been furnished to tne receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
'and 70 TlT'^ originally filed- and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report. 
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IV. Lack of unity of invention 



1 . In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has: 
I I restricted the claims. 
I I paid additional fees. 
I I paid additional fees under protest. 
I I neither restricted nor paid additional fees. 

fs~7] This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68. 1 , 
2- L-^ not to invite the applicant to restrict or pay additional fees. 

3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13. 1. 13.2 and 13.3 is 
complied with. 

^3 not complied with for the following reasons: 

SEE SEPARATE SHEET 



4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination 
in establishing this report: 

DKI ail parts. 

□ 

the parts relating to claims Nos. 
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International application No. 



Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 



Continuation of: I V , 



1. See paragraph 4.4 in Box V. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-24, 26, 27 



25 



1-22 



23-27 



1-27 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations 

1. Reference is made to the following documents: 

Dl = EP-A-0 774 779 
D2 = EP-A-0 688 050 
D3 = US-A-5 850 690 

2. Dl discloses (see Figures 1-5 and 7 and column 3, 
line 11 to column 5, line 2 9) a module (see Figures 
4, 5 and 7) for a chip card, comprising a 
metallizing grid (4, 5) deposited (in the final 
product) on a dielectric support film (10) (material 
10 which has just been molded) , and an integrated 
circuit chip (6) connected to said metallizing grid 
(4, 5) and deposited on a transfer zone (7) . In 
addition, since the upper surface Ps of the module 
is the surface in contact with the mold M2 in Figure 
4, it is clear that said transfer zone (7) is 
located at a level Pm lower than that of the 
metallizing grid (5) (located at the level Ps of the 
upper surface) due to the deformation Af (see Figure 
3 and column 3, line 55 ff.). It is obvious that 
said module is to be inserted in a card body in 
order to produce a chip card. Moreover, according to 
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Figure 5, the module comprises a coil (11) , which 
provides a ''contact-f ree" connection (see column 4, 
line 58 to column 5, line 4) . 

2.1 Thus, Claim 25 does not meet the requirements of PCT 
Article 33(2) and (3) and Claim 27 does not meet the 
requirement of PCT Article 33(3) . 

2.2 Although Claims 23 and 26 are unclear (see Box 
VIII) , the module of Claim 23 and the card of Claim 
2 6 appear to be obvious with respect to Dl 
essentially for those reasons indicated in paragraph 
2 . 



3. D2 discloses (see Figures 1-4 and column 4, line 39 
ff.) a chip card comprising a metallizing grid (2, 
1, 8) deposited at the bottom of a housing (5) of a 
dielectric support film (1) and an integrated 
circuit chip (4) connected to said metallizing grid 
(7) (by an anisotropic electric conductive glue) and 
deposited on a transfer zone (7) . In addition, 
observing Figure 2, it is clear that said transfer 
zone (7) is located at a lower level than the 
metallizing grid (2) (located at the level of the 
upper surface) . Furthermore, according to column 9, 
line 46 to column 10, line 5, depositing a drop of 
resin (47) in the housing (5) of Figure 2 is 
foreseen (as illustrated in Figure 4) . Moreover, D2 
suggests (see column 7, lines 13-22) a plurality of 
ways in which to produce the metallizing grid (8) : 
for example, hot stamping, pad printing followed by 
autocatalytic metallization, and litho- engraving 
from laser holograms. In particular, it is noted 
that the pad printing method (see column 7, line 55 
ff.) involves depositing a palladium-containing 
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lacquer on the walls (6) and the bottom of the 
housing (5) . The palladium serves as a primer for 
autocatalysic metallization (see column 8, lines 8- 
22) . 



3.1 Thus, Claims 23-27 do not meet the requirement of 
PCT Article 33 (3) . 

4. Concerning Claims 1 and 19, none of the documents 
suggests a method for producing a micromodule or a 
storage medium in which the support film (1) of the 
micromodule is deformed such that at least the 
transfer zone of the chip (9) is at a lower level 
with respect to the plane of the metallizing grid 
(7) produced on the micromodule support film. 

4.1 Concerning Claim 22, it is noted that all of the 

features of the method are known from D2 except for 
the step of ^'transferring and attaching, in the 
cavity [of the card body] , the pre -cut substrate [on 
which the metallizing grid is formed] (see lines 21- 
23 of page 21) . In D2, the metallizing grid (2, 7, 
8) and the chip (4) are directly installed at the 
bottom of the housing (5) of the card body (1) since 
there is no module with a substrate for carrying the 
chip and the metallizing grid. 



4.2 Moreover, considering the method for producing a 

chip card with a module as illustrated in Figure 1 
of D3, although there are steps for transferring and 
attaching the module (support) in a cavity (105) of 
the card body, there is no subsequent step for 
transferring the chip to the bottom of the cavity, 
on the pattern [of the metallizing grid] , and for 
carrying out the connections. 
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4.3 Thus, none of these documents suggests a method 
according to Claim 22. 



Nevertheless, it is noted that Claim 22 does not 
mention the step of deforming the support film (see 
Claims 1 and 19) . Moreover, since the common link 
between Claims 1, 19 and 22 (essentially the 
production of a module/card having a metallizing 
grid formed on a support, and a chip) is known from 
D2, there are no '"special technical features'' 
according to PCT Rule 13.2 which might justify a 
technical relationship between Claims 1, 19 and 22. 
Consequently, Claims 1, 19 and 22 are not so linked 
as to form a single general inventive concept (PCT 
Rule 13 .1) . 
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VI 1. Certain defects in the international application 



The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

1. Contrary to the requirement of PCT Rule 5.1(a) (ii) , 
the relevant prior art disclosed in documents Dl 
and D2 has not been indicated in the description, 
nor have these documents been cited . 
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VIII. Certain observations on tlie international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

1. There is no prior reference to the term ''strip" in 
the expression ''of the strip" (see the second line 
of Claim 8) . 



1.1 Similarly, in Claim 19, there is no prior reference 
to the expression "said pattern" (see lines 11-12 
and 15 on page 20) and "the strip" (see line 16) . 
Thus, Claim 19 is unclear (PCT Article 6) . 

1.2 Claim 21 refers to the micromodule obtained by the 
method according to Claim 1. Nevertheless, Claim 1 
relates to a method for producing a chip card 
storage medium, and not to a module. Although the 
storage medium of Claim 1 includes a micromodule, it 
is unclear in Claim 1 whether or not the micromodule 
is deformed according to the last step for producing 
the storage medium in Claim 1. Thus, it is unclear 
in Claim 21 (see the first five lines) which 
features the micromodule obtained by the method of 
Claim 1 must have (a support film, deformed or not) . 
Thus, Claim 21 is unclear, contrary to PCT Article 
6. Moreover, it is noted that Claim 21 is an 
independent claim since it does not include all of 
the features (in particular, the chip card storage 
medium) of Claim 1. 



1.3 Claim 23 mentions a module obtained by the method 
according to Claim 19. Nevertheless, Claim 23 does 
not clearly define which features the module must 
have and whether certain steps of Claim 19 lead to 
implicit features of a module. Therefore, Claim 23 
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VIII. Certain observations on the international application 



is unclear, contrary to PCT Article 6. In order to 
satisfy the requirements of PCT Article 6, it is 
necessary to explicitly define the features of the 
module without referring to the method. On this 
point, a claim explicitly defining the module would 
certainly not be concise with respect to Claim 25! 
Thus, Claim 23 should be removed. 

1.4 For essentially the same reasons as those mentioned 
in paragraph 1.3, Claim 26 is unclear and would 
certainly include all of the features of Claim 25. 
Thus, Claim 2 6 does not meet the requirements of 
clarity and conciseness of PCT Article 6. 
Consequently, Claim 26 should be removed. 

1.5 According to Claim 25, the transfer zone is located 
at a lower level than the metallizing grid (7) . 
Nevertheless, it appears in Figures 3-6 that a 
portion of the metallizing grid (7) is located in 
the transfer zone in which the chip (9) has been 
placed. Thus, the transfer zone is not located at a 
level lower than said portion of the metallizing 
grid (7) . Consequently, Claim 25 is unclear, 
contrary to PCT Article 6. 
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Demande Internationale n° 
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international, est transmis au deposant conform^ment a rarticle 36. M'«"niirwire 

2. Ce RAPPORT comprend 9 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 



; qui ont 



iTr^rT^^^P d'ANNEXES. c'est-A-dire de feuilles de la description, des revendications ou des desslns 

Son T ^^^f "^^^ ^3PP°rt ou de feuilles contenant des rectifications faites aupr6s de 

Ldm^"s PCT) ' -t-national (voir la r^gle 70.16 et rinstruction 607 des Instrt^Sns 

Ces annexes comprennent feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 
I K Base du rapport 



II 


□ 


III 


□ 


IV 




V 


IS 


VI 


□ 


VII 




VIII 





d'application industrielle 
Absence d'unite de I'invention 



:iuant a la nouveaute. I'activite inventive et la possibilite 

nnrf 'r ":^oj,*veeselon rarticle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d application industnelle; citations et explications k I'appui de cette declaration P°ss'°"«® 
Certains documents cites 
Irregularites dans la demande Internationale 
Observations relatives h la demande Internationale 
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1. 



RAPPORT D'EXAMENI^ _ 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande internationale n" PC T/FROO/01491 

I. Base du rapport 

En ce qui concerne les elements de la demande Internationale (/es feuilles de remplacement qui ont 6te remises 
^ I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement ^ I'article 14 sont consid6r6es dans te present 
rapport comme "initiaiement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'eiies ne contiennent 
pas de modifications (regies 70, 16 et 70. 17)): 

Description, pages: 

version Initiale 

Revendlcations, N^: 

1-27 version initiale 

Dessins, feuilles: 

1/2-2/2 version initiale 



^' uHZ T- la langue. tous les Elements indiqu6s ci-dessus 6taient a la disposition de I'administration ou 

lui ont 6te remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a §t6 d6posee, sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements §taient k la disposition de I'administration ou lui ont et6 remis dans la langue suivante: . qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la rfegle 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la r6gle 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 
intemationale (le cas ech^ant). I'examen preliminaire internationale a ete effectu§ sur la base du listace des 
sequences : ^ 

□ contenu dans la demande internationale. sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme d^chiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterleurement a I'administration, sous forme 6crite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ddchiffrable par ordinateur. 



La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et foumi ulterieurement ne va pas au-del^ 
de la divulgation faite dans la demande telle que d^posee, a ete fournie. 

La declaration, selon laquelle les informations enregistr6es sous dechiffrable par ordinateur sont identiques k 
celles du listages des sequences Pr6sente par 6crit. a et6 fournie. «ni.ques a 

4. Les modifications ont entrain6 I'anrfulation : ' 



□ 
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□ de la description, pages : 

□ des revendications, n""^ : 

□ des dessins, feuiltes : 

5. □ Le present rapport a et6 formula abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 

comma allant au-6e\k de I'expose de invention tel qu'il a ete depose, comme il est indiqu6 ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annexee au present rapport) 

6. Observations complementaires, le cas 6cheant : 



IV. Absence d'unite de I'invention 

1 . En r^ponse k I'invitation a limiter les revendications ou ^ payer des taxes additionnelles, le d^posant a 

□ limite les revendications. 

□ paye des taxes additionnelles. 

□ paye des taxes additionnelles sous reserve. 

□ ni limite les revendications ni pay§ des taxes additionnelles. 

2. S L'administration chargee de I'examen preliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait a I'exigence 

d'unite d'invention et decide, conformement k la regie 68.1 , de ne pas inviter le deposant a limiter les 
revendications ou a payer des taxes additionnelles. 

3. L'administration chargee de I'examen preliminaire international estime que, aux termes des regies 13.1 ,13.2 et 
1 3.3, 

□ il est satisfait k I'exigence d'unite de I'invention. 

H il n'est pas satisfait a I'exigence d'unite de I'invention, et ce pour les raisons suivantes : 
voir feuille separee 

4. En consequence, les parties suivantes de la demande internationale ont fait I'objet d'un examen preliminaire 
international lors de la formulation du present rapport : 

IS toutes les parties de la demande. 

□ les parties relatives aux revendications n°® . 

V. Declaration motivee selon Tartlcle 35(2) quant a la nouveaute, Tactivlte inventive et la posslbilite 
d'appllcation industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 
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Demande internationale n° PCT/FROO/01491 



1. Declaration 



Nouveaute 



Oui : 
Non : 



Revendications 
Revendications 



1-24,26,27 
25 



Activite inventive 



Oui : 
Non : 



Revendications 
Revendications 



1-22 
23-27 



Possibility d'application industrielle Oui : Revendications 1-27 

Non : Revendications 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 



VII. Irregularltes dans la demande internationale 

Les irreguiarit^s suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont ete constatees : 
voir feuille separee 



VIII. Observations relatives a la demande internationale 

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins 
et de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description : 
voir feuille separee 
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Concernant le point IV 
Absence d'unite de I'invention 

1 . Voir le paragraphe 4.4 dans la section V. 
Concernant le point V 

Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive 
et la possibilite d'application industrielle; citations et explications a I'appui de 
cette declaration 

1 . II est fait reference aux documents suivants: 

D1 = EP-A-0 774 779 
D2 = EP-A-0 688 050 
D3 = US-A-5 850 690 

2. D1 expose (voir les figures 1-5,7 et colonne 3, ligne 1 1 a la colonne 5, ligne 29) 
un module (voir les figures 4,5.7) pour carte a puce, comportant una grille de 
metallisation 4,5 disposee (dans le produit final) sur un film support dielectrique 10 
(materiau 10 qui vient d'etre moule), et une puce 6 de circuit integre connectee a 
ladite grille de metallisation 4,5 et dispos§e sur une zone de report 7. En outre, 
puisque la face superieure Ps du module est la face en contact avec le moule M2 
dans la figure 4, il est clair que ladite zone de report 7 est situee a un niveau Pm 
inferieur a celui de la grille de metallisation 5 (situee a un niveau Ps de la face 
superieure) a cause de la deformation Af (voir la figure 3 et colonne 3, ligne 55 et 
suivantes). II est evident que ce module est destine a etre insere dans un corps 

de carte afin de fabriquer une carte a puce. En outre, selon la figure 5, le module 
comporte une bobine 1 1 qui assure une connexion du type "sans contact" (voir la 
colonne 4, ligne 58 a la colonne 5, ligne 4). 

2.1 Ainsi, la revendication 25 ne remplit pas les criteres des articles 33(2) et 33(3) et 
la revendication 27 ne remplit pas le critere de Tarticle 33(3). 

2.2 Bien que les revendications 23 et 26 ne soit pas claires (voir la section VIII), le 
module de la revendication 23 et la carte de la revendication 26 semble §tre 
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evidentes par rapport au D1 pour essentiellement les raisons indiquees dans le 
paragraphe 2. 

3. D2 expose (voir les figures 1-4 et colonne 4, ligne 39 et suivantes) una carte a 
puce, comportant une grille de metallisation 2,7,8 disposee au fond d'un logement 
5 d'un film support dielectrique 1 et une puce 4 de circuit integre connectee a 
ladite grille de metallisation 7 (par une colle a conduction electrique anisotrope) et 
disposee sur une zone de report 7. En outre, en regardant la figure 2, il est clair 
que ladite zone de report 7 est situee a un niveau inferieur k celui de la grille de 
metallisation 2 (situee a un niveau de la face sup^rieure). Par ailleurs, selon la 
colonne 9, ligne 46 k la colonne 10, ligne 5, il est prevu (comme illustre dans la 
figure 4) de deposer une goutte de resine 47 dans le logement 5 de la figure 2. En 
outre, D2 suggere (voir la colonne 7, lignes 13-22) plusieurs fagons de fabriquer 
la grille de metallisation 8. Par exemple, I'emboutissage a chaud, tampographie 
suivie d'une metallisation par autocatalyse, lithogravure a partir d'hologrammes 
laser. En particuller, il est remarque que le precede de tampographie (voir la 
colonne 7, ligne 55 et suivantes) depose une laque contenant du palladium centre 
les parois 6 et le fond du logement 5. Le palladium sert d'amorce pour la 
metallisation par autocatalyse (voir la colonne 8, lignes 8-22). 

3.1 Ainsi, les revendications 23-27 ne remplissent pas le critere de I'article 33(3). 

4. Concernant les revendications 1 et 19, aucun des documents ne suggere un 
precede de fabrication d'un micromodule ou d'un support de memorisation dans 
lequel on deforme le film support 1 du micromodule de maniere qu'au moins la 
zone de report de la puce 9 soit a un niveau inferieur par rapport au plan de la 
grille de metallisation 7 realisee sur le film support du micromodule. 

4.1 Concernant la revendication 22, il est remarque toutes les caracteristiques du 
precede sent connues de D2 sauf I'etape de "reporter et fixer, dans la cavite [du 
corps de carte], le substrat predecoupe [sur lequel la grille de metallisation est 
formee] (voir les lignes 21-23 de la page 21). Dans D2, la grille de metallisation 
2,7,8 et la puce 4 sent directement installees au fond du logement 5 du corps de 
la carte 1 puisque il n'y a pas de module ayant un substrat pour porter la puce et 
la grille de metallisation. 
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4.2 En outre, si on considere le procede de fabrication d'une carte a puce ayant un 
module tel que illustre dans la figure 1 de D3, bien qu'il y ait des etapes de 
reporter et fixer le module (support) dans une cavite 105 du corps de la carte, il 
n'y a pas ensuite I'etape de reporter la puce dans le fond de la cavite, sur le motif 
[de la grille de metallisation], et d'effectuer les connexions. 

4.3 Ainsi, aucun des documents ne suggere un procede selon la revendication 22. 

4.4 Neanmoins, il est remarque que la revendication 22 ne parle pas de I'etape de 
deformer le film support (voir les revendications 1 et 19). En outre, puisque le lien 
commun entre les revendications 1,19 et la revendication 22 (essentiellement la 
fabrication d'un module/carte ayant une grille de metallisation formee sur un 
support, et une puce) est connu de D2, il n'y a pas "d'el^ments techniques 
particuliers" dans le sens de la regie 13.2 PCT qui pourrait justifier une relation 
technique entre les revendications 1,19 et la revendication 22. Par consequent, 
les revendications 1 ,19 et la revendication 22 ne sont pas lies entre eux pour 
former un seul concept inventif general (regie 13.1 PCT). 

Concernant le point VII 

Irregularites dans la demande Internationale 

1 ,. Contrairement a ce qu'exige la regie 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas 
I'etat de la technique anterieure pertinent expose dans les documents D1 ,D2 et ne 
cite pas ces documents. 

Concernant le point VIII 

Observations relatives a la demande Internationale 

1 . Les mots "de la bande" (voir la deuxieme ligne de la revendication 8 manquent 
d'un antecedent. 

1.1 Dans la revendication 19, les mots "ledit motif" (voir lignes 1 1-12 et 15 sur la page 
20) et "la bande" (voir ligne 16) manquent aussi d'un antecedent. Ainsi, la 
revendication 19 n'est pas claire (article 6). 
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1.2 La revendication 21 se refere au micromodule obtenu par le procede selon la 
revendication 1 . Neanmoins, dans la revendication 1 11 s'agit d'un procede de 
fabrication d'un support de memorisation de type carte a puce, et non pas d'un 
module. Bien que le support de memorisation de la revendication 1 comprenne un 
micromodule, il n*est pas clair de savoir dans la revendication 1 si le micromodule 
est deforme selon la derniere etape de la fabrication du support de memorisation 
dans la revendication 1 . Ainsi, il n'est pas clair de savoir dans la revendication 21 
(voir les premieres cinq lignes) quelles caracteristlques le micromodule obtenu par 
le procede de la revendication 1 doit avoir (un film support deforme ou non). Ainsi, 
la revendication 21 n'est pas claire, contrairement a I'article 6. En outre, il est 
remarque que la revendication 21 est une revendication independante puisqu'elle 
ne comprend pas toutes les caracteristiques (notamment le support de 
memorisation de type carte a puce) de la revendication 1 . 

1 .3 La revendication 23 parle d'un module obtenu par le procede selon la 
revendication 19. Neanmoins, la revendication 23 ne definit pas clairement 
quelles caracteristiques le module doit avoir et si certaines des echelons de la 
revendication 19 donnent lieu a des caracteristiques implicites d'un module. Par 
consequent, la revendication 23 n'est pas claire, contrairement a I'article 6. Pour 
satisfaire les conditions d'article 6, il est necessaire de definir explicitement les 
caracteristiques du module sans reference au procede. Sur ce point, une 
revendication definissant explicitement le module ne serait certainement pas 
concis par rapport a la revendication 25! Ainsi, la revendication 23 devrait etre 
supprimee. 

1 .4 Pour essentiellement les memos raisons que cellos mentionnees dans le 
paragraphe 1 .3, la revendication 26 n'est pas claire et comprendrait certainement 
toutes les caracteristiques de la revendication 25. Ainsi, la revendication 26 ne 
remplit pas les criteres de clarte et de concision de I'article 6. Par consequent, la 
revendication 26 devrait etre supprimee. 

1.5 Selon la revendication 25, la zone de report est situee a un niveau inferieur a celui 
de la grille de metallisation 7. Neanmoins, en regardant les figures 3-6, on voit 
qu'une partie de la grille de metallisation 7 est situee dans la zone de report dans 
laquelle la puce 9 est placee. Ainsi, la zone de report n'est pas situee a un niveau 
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inferieur a cette partie de la grille de metallisation 7. Par consequent, ia 
revendication 25 n'est pas claire, contrairement a Tarticle 6. 
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PROCEDE POUR LA FABRICATION D'UN MODULE POUR CARTES A PUCES ET MODULE OBTENU 



La pr^sente invention concerne la fabrication des 
modules electroniques destines a gtre encartes dans des 
dxspositifs se presentant sous forme de cartes, dits 
cartes a puce, ainsi que la fabrication de telles cartes 
a puce. Elle concerne plus particuli^rement un procede 
pour la fabrication des modules pour cartes k puce a 
contacts affleurants et/ou sans contact, ainsi que la 
fabrxcatxon des cartes a puce correspondantes . 

Les cartes a puce servent a la realisation 
d'operations diverges, comma par exemple des operations 
bancaires, la gestion des communications telephoniques 
ou di verses operations d' identification. 

Les cartes a contacts comportent des 
metallisations, formant plages de contact, qui 
affleurent i la surface de la carte. Ces metallisations 
sont dispos6es a un endroit precis du corps de carte, 
defmi par la norme ISO 7816. Elles sont destinees 'a 
venxr au contact d'une tete de lecture d-un appareil 
lecteur, en vue d'une transmission 61ectrique de donnees 
entre la carte et le lecteur et vice versa. II en est de 
meme pour la partie contacts affleurants des cartes A 
puce hybrides. 

On module de carte a puce a contacts affleurants 
est constitue d'un support en matiere non conductrice de 
I'electricite, ledit support etant contrecolle 
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a un 



35 



element m^tallique formant grille de contacts, de 
maniere ^ presenter des plages de contact et 
eventuellement des pistes conductrices, et d'une puce ou 
microcircuit §lectronique, qui est coUee sur I'autre 
face du dit support et qui comporte des plots de sortie 
sur sa face soit oppos^e a celle fixee au support, soit 
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tournee vers celui-ci, selon le proc6d6 de montage de la 
puce sur ledit support. 

Une carte ^ puce dite hybride a un double mode de 
f onctionnement . La puce est alors reli6e au bornier de 

5 contacts et a une antenne. Le bornier et I'antenne sont 
des Elements d' interface, qui doivent %tre connectes 
avec des plots appropries du microcircuit . Les produits 
standards de ce type utilisent en majorite une puce 
assemblee dans un module et un corps de carte integrant 

10 I'antenne. La liaison entre les deux elements est 
assur^e au moment de I'encartage, lors du report du 
module dans la cavite pr6vue a cet effet dans le corps 
de carte. 

De maniere generals, la grille de metallisation est 
15 constituee par les plages de contacts et §ventuellement 
les pistes conductrices dans les cartes a contacts 
affleurants, et par I'antenne dans le cas d'une carte ^ 
puce sans contact . 

Dans tous les cas, la metallisation requiert le 
20 plus grand soin et est I'une des etapes de fabrication 
des modules de circuit imprime entrant pour une part 
importante dans le coQt global de ces modules. 

La quality de la realisation de cette metallisation 
conditionne egalement fortement le taux de rebuts lors 
25 des controles de qualite. 

Pour simplifier, 11 sera fait reference dans la 
suite uniquement aux cartes a puce a contacts 
affleurants . 

Parmi les precedes connus pour la fabrication de 
30 cartes a puce, les principaux sont des proc6d6s fondes 
sur 1' assemblage de la puce de circuit int6gr6 dans un 
sous-ensemble appeie micromodule, qui est assemble au 
moyen de techniques traditionnelles . 

Un precede classique consiste a coller une puce de 
35 circuit integre en disposant sa face active avec ses 
plots de contact du meme c6te que celui du support 
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dielectrique sur lequel est effectue le collage. Le 
mat^riau dielectrique, en pratique une feuille ou une 
partie de bande, est lui-meme dispose sur une grille de 
contacts d'une plaque m6tallique en cuivre nickele et 
5 dor6. Des puits de connexion sont pratiques dans le 
materiau dielectrique et des fils de connexion assurent 
la liaison entre les plages de contact de la grille et 
les plots de la puce. Pour proteger 1' ensemble, une 
resine d' encapsulation, ^ base d'epoxy, enrobe la puce 
10 et les fils de connexion soud6s. Le module ainsi 
constitue est ensuite decoupe et encarte dans la cavite 
d'un corps de carte prealablement decore. 

Un tel precede est cependant couteux, car un nombre 
eleve d' Stapes de fabrication est necessaire . 
15 ^ Un objectif de la presente invention est de 
r^aliser a moindre coQt un module pour carte a puce a 
contacts. 

II a ete decrit, notarament dans les documents 
FR2671416, FR2671417 et FR2671418, des techniques de 
fabrication de cartes a puce sans etape intermediaire de 
realisation d'un micromodule, comprenant I'encartage 
d'une puce de circuit int6gr6 directement dans un corps 
de carte. Ces techniques reposent sur une etape de 
ramollissement local d'un corps de carte en matiere 
Plastique et le pressage de la puce dans la zone ainsi 
ramollie. La puce est alors disposee de telle sorte que 
ses plots de contact affleurent ii la surface de la 
carte. Des operations de serigraphie permettent ensuite 
d'imprimer, sur un meme plan, des plages de contact et 
des pistes conductrices, ces derni^res permettant de 
relier les plages de contact aux plots de contact de la 
puce. Enfin, un vernis de protection doit etre appliqu6 
sur la puce, ainsi que sur les connexions entre les 
plots de contact de la puce et les pistes conductrices 
35 susdites. 
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Mais, avec un tel proc6d6, seules peuvent gtre 
traitees des puces de faibles dimensions. De plus, 
1' operation de serigraphie des plages de contact et des 
pistes d' interconnexion est delicate a mettre en oeuvre, 
5 car le positionnement des pistes sur les plots de 
contact de la puce d6ji en place necessite une tres 
grande precision d' indexation, qui doit §tre contr616e 
par Vision Assistee par Ordinateur (VAO) . Cette 
contrainte nuit a la cadence et au rendement du proc^de 
10 de fabrication. En outre, la puce est appliquee sur une 
zone ramollie, dans laquelle il n'est pas facile de la 
positionner correctement , en par fait parallelisme avec 
les bords lateraux de la carte. Tout defaut dans la raise 
en oeuvre du precede a I'un quelconque de ces stades 
15 entraine alors la raise- au rebut de la carte complete, 
puce comprise. 

Une autre solution propos6e pour r6duire le prix de 
revient des cartes ^ puce utilise la technologie dite 
"Chrysalide", qui repose sur 1 ' application de pistes 
20 electriquement conductrices par un proced6 de type MID 
("Moulded Interconnection Device" dans la litterature 
anglo-saxonne) . Selon divers precedes faisant appel ^ 
cette technologie, decrits par exemple dans les 
documents EP-A-0 753 827, EP-A-0 688 050 et EP-A-0 688 
25 051, la carte est munie d'un logeraent destine a recevoir 
le circuit integre. Des pistes electriquement 
conductrices sont disposees centre le fond et les parois 
laterales de ces logements et sont reliees a des plages 
metalliques de contact formees sur la surface du support 
30 de carte. 

L' application des pistes conductrices dans ledit 
logeraent peut etre effectu§e de trois manieres 
dif ferentes : 

Une premiere maniere consiste ^ r6aliser un 
35 estampage a chaud. Une feuille comportant des 
metallisations en cuivre, eventuellement recouvertes 
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d'etain ou de nickel, et munie d'une colle activable a 
chaud, est decoupee, puis collee a chaud dans ledit 
logement . 

Une deuxieme manidre consists a appliquer, au moyen 
5 d'un tampon, une laque contenant un catalyseur au 
palladium, aux endroits destines a etre metallises, et a 
chauffer la laque. La metallisation est realisee ensuite 
par depot de cuivre et/ou de nickel, au moyen d'un 
precede elect rochimi que d ' autocatalyse. 
10 - Une troisieme mani^re consiste a realiser une 
lithogravure a partir d ' hologrammes au laser. Cette 
lithogravure permet de realiser des depots de 
metallisation en trois dimensions avec une tres grande 
precision et une haute resolution. 

Selon ces techniques, c'est le corps de carte 
proprement dit qui doit etre metallise, avant son 
impression finale, ce qui augmente d'autant le cout des 
rebuts d' impression. De plus, il est dans ce cas 
n6cessaire de reporter la puce directement dans le corps 
de carte, ce qui exige un equipement de report a plus 
faible cadence que ceux utilises pour un report sur 
bande. Le prix de revient des cartes ainsi fabriquees 
reste done eleve, tandis que le taux de rebut est 
egalement maintenu a un niveau eleve. 
25 ^ En vue d'une production industrielle a grande 
^chelle et a moindre cout, on a maintenant elabore selon 
la presente invention un precede de fabrication d'un 
support de memorisation de type carte ^ puce a contacts 
affleurants et/ou sans contact, comprenant un 
30 micromodule comportant un film support dielectrique 
portant une grille de metallisation, et une puce de 
circuit integre reliee a ladite grille de metallisation, 
ledit precede comportant les etapes, en ordre 
quelconque, consistant k: 
5 - realiser une grille de metallisation sur le film 

support du micromodule, et 
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deformer le film support de maniere qu'au moins 
ladite zone de report soit a un niveau inferieur 
par rapport au plan de ladite grille de 
metallisation . 

5 Les avantages que ce precede procure sent 

notamment : 

il met en oeuvre une technique permettant d'eviter 
les etapes de contrecollage et de perforation du support 
dielectrique, 

10 - il permet d' employer des mat^riaux de support 
dielectrique a faible coQt, 

il autorise 1' utilisation des machines existantes, 
il permet de combiner ladite metallisation avec les 
stapes ulterieures de confection des cartes a puce, sur 
15 bobine et/ou en ligne. 

Avec le precede selon 1' invention, les plages de 
contact et/ou 1 ' antenne et les pistes conductrices 
eventuelles sont sur la meme face du film support 
dielectrique et le precede 6vite ainsi une etape 
20 supplementaire. On peut en outre, dans une forme de 
realisation de ce procede, s'exempter de la contrainte a 
laquelle sont soumis les d6p6ts 61ectrolytiques, a 
savoir 1' obligation de porter au mSme potentiel toutes 
les zones a m6talliser. 
25 Selon un premier mode de realisation, le procede 

selon 1' invention comporte le depot d'un initiateur de 
grille de metallisation par une methode additive, sous 
la forme d'un depot d'au moins une amorce catalyseur de 
metallisation selon des motifs predefinis correspondant 
30 a ladite grille de metallisation, par exemple par 
serigraphie, tampographie, offset, jet d'encre, 
flexographie, agent traceur ou toute technique analogue, 
puis la fixation non electrolytique d'au moins un metal 
approprie, tel que par exemple Cu, Ni et/ou Au, 
35 catalysee par ladite amorce sur les zones oCi celle-ci 
est pr6sente. 
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Le precede de metallisation selon la presente 
invention ne concerne pas la serigraphie en elle-meme . 

L- amorce de metallisation est de preference choisie 
parmi les matieres catalytiques a base de palladium 
utilisees pour la metallisation des substrats polymeres 
et notairanent celles decrites dans les documents EP-A- 
0485839 et EP-A-0647729 - 

De tels produits constituant 1' amorce susdite 
peuvent consister en pratique en un agent filmog^ne tel 
que du polyurethanne, un additif conferant une tensio- 
activite appropriee, tel qu'un polyester, un polyamide 
et/ou une polyoxazolidone, un metal noble ionique et/ou 
colloidal, ou un compose covalent ou complexe de celui- 
ci avec des ligands organiques, en particulier un 
complexe ou un sel inorganique de Cu, Au, Ag, Ft, Pd ou 
Ru, des charges organiques et/ou inorganiques et un 
solvant organique. 

Selon une variante preferee de mise en oeuvre de ce 
premier mode de realisation du proc6de selon 
1' invention, on peut activer ladite amorce, notamment 
par insolation sous rayonnement UV, ainsi que la 
soumettre a un sechage, par exemple par de I'air chaud. 

La bande ainsi trait6e peut etre impr6gnee 
directement ou ulterieurement dans un bain d'un sel du 
metal choisi pour la metallisation, par exemple Cu, Ni 
et/ou Au, en continu, sequentiellement ou en discontinu. 

Cette variante de mise en oeuvre du precede premier 
selon 1' invention comporte en outre avantageusement une 
6tape subsequente de depot electrolytique, selon les 
30 methodes classiques, d'une couche supplemental re de 
metal, tel que par exemple Cu, Ni, Au ou Pd, sur les 
memes zones du film support que celles ayant regu la 
metallisation susdite. Un tel d6p6t complementaire de 
metallisation, sur une epaisseur de quelques pm de 
preference, s ' est aver6 Stre avantageux et est preconise 
pour produire une metallisation renforc^e, permettant un 
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bon rendement lors de 1' operation de soudage des fils, 
car il presente une cinetique de croissance rapide. 

Selon un second mode de realisation, le precede 
selon 1' invention comporte le depot non 61ectrolytique 
d'au moins un metal appropri^, tel que par exemple Cu, 
et la realisation de la grille de metallisation selon 
des motifs pr6d6finis, par une m6thode soustractive 
selon une image correspondant k ladite grille de 
metallisation, en particulier par photolithographie. 

Dans cette forme de realisation de 1' invention, on 
prefere comme methode soustractive la photolithographie, 
pour laquelle on applique d'abord sur le substrat 
polymere a tr alter, const itue par le film support 
dielectrique susdit, une couche fine d'au moins un metal 
15 tel que par exemple Cu, Ni ou Au, de preference par une 
technique de depot sous vide. On peut 6galement partir 
d'un plaque cuivre (copper clad), const itu6 d'un ruban 
de cuivre lamine, avec ou sans adhesif, sur un support 
dielectrique, qui peut etre un mat^riau dielectrique k 
faible cout disponible sur le march6. 

La photolithographie proprement dite comporte les 

etapes de: 

- depot d'une couche de r6sine photosensible sur le 
metal susdit, 

25 - insolation a travers un masque ou un film, 
developpement de la resine, 

- gravure chimique du metal dans les zones non 
protegees par la resine, et 

enlevement de la resine photosensible. 
Selon une variante prefer6e de cette forme de 
realisation du procede premier objet de 1' invention, on 
precede en outre soit avant, soit apres la mise en 
oeuvre de la • photolithographie, k un depot 
eiectrolytique d'un revetement m^tallique, permettant 
35 d'ameliorer la soudabilit§ des elements entre eux et 
d'abaisser la resistance de contact, notamment un 
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revgtement de Ni+Au, Ni+Pd et/ou Ni+Pd+flash Au, ou 
"flash Au" est une expression consacree pour designer un 
d6p6t de faible 6paisseur du metal Au. 

En variante, le precede peut comprendre les etapes 
5 consistant k: fixer et connecter la puce avant la 
deformation susmentionn6e du film support di§lectrique, 
puis d6former le film support par pression de celui-ci 
dans un 6videment de corps de carte, avec un poinq:on 
comportant un logement . 
10 selon une forme de mise en oeuvre plus 

particulierement preferee, le proc6d6 comprend 1 ' etape 
consistant a connecter la puce aprds deformation du film 
support . 

Deux modes de realisation de cette seconde variante 
15 sont possibles: 

le film support est presse et colle par un 
poin?on dans un evidement, ou cavite, forme a I'avance 
dans un corps de carte. La puce est ensuite connectee, 
tandis que le film est fix§ dans I'^videment; 

le film support est plac6 dans une empreinte 
d'un moule approprife, plaque centre une parol interne 
et, apr6s introduction de la matidre dans 1' empreinte, 
deforme par la pression de la matiere centre un poin^on 
ayant une forme complement aire de celle d'un 6videment a 
former et/ou par le deplacement du poingon. 

On peut egalement faciliter la deformation de la 
feuille en appliquant une depression, avantageusement 
par le biais d'un orifice situe au fond de la partie 
femelle. 

30 Bien entendu, 1 ' ecart entre le plan du niveau 

inf^rieur resultant de ladite deformation et celui de la 
grille de metallisation doit etre suffisant pour qu ■ on 
puisse y loger la puce et qu ' y trouve egalement place la 
matiere d'enrobage de la puce et des interconnexions, 
avantageusement sans debordement sur la surface sur 
laquelle affleurent les plages de contact susdites . 
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invention a egalement pour objet un procede pour 
la fabrication d'un micromodule comprenant une puce de 
circuit integre munie de plots de sortie qui sont relies 
61ectriquement a une grille de metallisation, comportant 
5 les etapes, dans un ordre approprie, consistant a: 

realiser une grille de metallisation sur le film 
support du micromodule / et 

deformer le film support de maniere qu'au moins 
la zone de report de la puce soit a un niveau 
10 inferieur par rapport au plan de la grille de 

metallisation, 

reporter la puce de circuit integre sur ledit 
motif et effectuer les connexions, 
- enrober la puce dans une resine protectrice, et 
15 - decouper ledit motif en vue de le separer du 

reste de la bande, afin d'obtenir un micromodule 
sur support isolant. 
Les connexions entre les plots de la puce et la 
grille metallique peuvent etre realisees par tous 
20 precedes connus de I'homme du metier. 

On notera en outre que le film support dielectrique 
n'est pas necessairement un materiau thermoplastique et 
peut, par exemple, etre constitu6 de papier. 

En variante, la grille metallique peut etre formee 
25 par decoupe mecanique d'un ruban metallique constituant 
la grille metallique (lead frame), qui est lamine sur un 
film support dielectrique. 

L' invention a en outre pour objet un procede de 
fabrication d'un support de memorisation de type carte a 
30 puce a contacts affleurants et/ou sans contact, 
comprenant un micromodule realise conformement au 
procede de fabrication d'un micromodule selon 
1' invention, dans lequel on: 

fournit un corps de carte avec une cavite, 
35 - reporte et fixe dans ladite cavit6 le micromodule 
comportant sa puce et ses connexions, par exemple 
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par collage sous pression, de maniere a ce que le 
substrat support du micromodule epouse la forme de 
ladite cavite et a ce que la grille de 
metallisation soit en affleurement de la surface du 
corps de carte, et 
depose une resine protectrice dans la cavite. 
Un autre objet de 1' invention consiste en un autre 
mode de realisation d'un procede de fabrication d'un 
support de memorisation de type carte a puce a contacts 
affleurants et/ou sans contact, comprenant une puce de 
circuit integre noyee dans le corps de carte et qui est 
connectee a une grille de metallisation, selon lequel: 

ladite grille de metallisation forme un motif, 
qui est realise sur un substrat formant un 
15 support dielectrique, 

et comportant en outre les etapes consistant a: 
fournir un corps de carte avec une cavite, 
reporter, dans la cavite, le substrat 
predecoupe, par exemple par collage sous 
pression, de maniere a ce qu'il epouse la forme 
de ladite cavite et a ce que la grille de 
metallisation soit en affleurement de la 
surface du corps de carte, 

reporter la puce de circuit integre dans le 
fond de la cavite, sur ledit motif, et 
effectuer les connexions, et 

deposer une resine protectrice dans la cavite. 
Ainsi, dans une forme de realisation du procede 
selon 1' invention, I'etape de formage est effectuee au 
30 moment du report du module dans la cavite de la carte. 

D'autres particularites et avantages de la presente 
invention apparaitront A la lumidre de la description 
qui suit, donnee a titre d' exemple illustratif et non 
limitatif, et faite en reference aux figures annexees, 
35 qui representent : 
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- Fig. 1 une vue en coupe transversale 
schematique d'une metallisation sur bande de film 
support dielectrique par le procede selon 1' invention. 

- Fig. 2 une vue en coupe transversale 
5 schematique du depot non electrolytique subsequent par 

passage dans un bain d'un sel metallique. 

- Fig. 3 une vue en coupe transversale 
schematique d'un thermof ormage d'un micromodule isole de 
la bande provenant de I'etape precedente, selon la 

10 figure 2, 

Fig. 4 une vue en coupe transversale 
schematique apres collage d'une puce sur le support 
prealablement thermoforme comme represents sur la figure 
3, 

15 - Fig. 5 une vue en coupe transversale 

schematique aprfes cablage entre la puce et les pistes du 
substrat provenant de 1' operation de collage selon la 
figure 4, 

- Fig. 6 une vue en coupe transversale 
20 schematique du micromodule selon la figure 5, apres un 

enrobage de la puce et des connexions, utilisant le 
volume de la cavite prealablement formee. 

Dans une premiere etape, on fait dSfiler une bande 
1 de film support dielectrique pour micromodules de 
25 carte a puce entre des bobines 2 en regard d'un 
dispositif de serigraphie 3, puis avantageusement sous 
un dispositif d' insolation 4 et un dispositif de sechage 
a chaud 5. 

Dans une deuxieme etape, on fait passer la bande 1 
30 dans un bain 6 de metallisation selon 1' invention, tel 
que par exemple pour une metallisation non 
electrolytique telle que decrite plus haut, pour former 
sur la bande 1 des zones metallisees destinees a former 
des grilles de metallisation 7 pour carte a puce a 
35 contacts affleurants et/ou sans contact. 
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Ensuite on cree une cavite par thermof ormage, a une 
temperature superieure a la temperature de transition 
vitreuse du substrat de la bande 1, dans un appareillage 
de thermoformage classique 8, soit sur une unite pour 
5 micromodule, soit de preference sur le substrat 1 en 
rouleau sur les bobines 2, eventuellement en ligne. 

Une puce 9 est ensuite coll6e dans le fond de la 
cavite ainsi form6e. 

Par un cablage au moyen de fils de connexion 10 
10 entre les plots de la puce 9 et la grille de 
metallisation 7 portee par la bande 1 on assure la 
connexion de la puce 9 avec ladite grille 7. 

La fabrication du micromodule pour carte a puce 
comprend encore 1 ' enrobage de la puce 9 et des 
connexions dans une resine 11 appropriee, a 1 ' int6rieur 
du volume de la cavite susmentionnee . 

En option, on peut intercaler entre le passage dans 
le bain de metallisation 6 et le thermoformage avec le 
dispositif 8 une etape de d6p6t 61ectrolytique de m^tal 
(non representee), qui accroit I'^paisseur de metal 
deposee sur la bande 1 pour former la grille de 
metallisation. 

La technique de photolithographie, non representee, 
fait intervenir des moyens dont I'homme du metier de la 
technique concernee est familier. Leur principe a ete 
rappele plus haut et ils n'ont done pas a etre detailies 
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Dans une variante de realisation du precede de 
fabrication d'un support de memorisation de type carte a 
30 puce complet, le micromodule, ou le substrat 
correspondant a la partie du film support dielectrique 
supportant le motif sans la puce, est insere dans le 
corps du support de memorisation au cours de 1' injection 
de celui-ci. Pour ce faire, le substrat est separe du 
reste de la bande et decoupe aux dimensions finales du 
micromodule. Ce substrat, avec ou sans puce selon le 
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cas, est ensuite bride dans le moule d' injection^ afin 
d'y etre maintenu en position durant 1' injection du 
materiau de constitution du corps de carte, et de 
conferer I'etancheite requise pour que la matiere 
5 injectee ne passe pas entre le module et le moule et ne 
recouvre pas la grille susdite. Dans la pratique, ce 
bridage peut etre effectue par une aspiration ou encore 
par un procede electrostatique. La matiere de 
constitution du corps de carte est ensuite injectee dans 

10 le moule. 

Dans le cas ou 1' injection est realisee dans un 
moule a noyau fixe, le substrat prend la forme du moule 
sous la pression de la matiere injectee. 

Dans le cas ou 1' injection est realisee dans un 

15 moule a noyau mobile, on effectue dans un premier temps 
1' inject ion de la matiere et on realise dans un deuxieme 
temps la deformation du substrat en mettant en place le 
noyau aux dimensions de la cavite juste apres 
1 ' injection. 

20 A la fin de cette operation d' injection, on obtient 

une carte munie d'un module forme aux reliefs de la 
cavite desiree, avec des contacts electriques 
af f leurants . 

Le support de memorisation selon 1' invention 
25 comporte ainsi une grille de metallisation 
tridimensionnelle . 

Dans une variante de realisation, le substrat du 
micromodule peut en outre comporter des perforations 
pratiquees dans son epaisseur. Ces perforations visent a 
30 permettre a la resine d' encapsulation d'entrer en 
contact direct avec le materiau du corps de carte, et de 
constituer ainsi un point d'ancrage du module dans la 
cavite. De plus, elles permettent d'evacuer 
d' eventuelles bulles d'air qui peuvent se trouver 
35 emprisonnees entre la cavite du corps de carte et le 
substrat. 
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L- invention a ainsi egalement pour objet un module 
pour carte a puce comportant une grille de metallisation 
disposee sur un film support dielectrique et une puce de 
circuit integre connectee a ladite grille de 
metallisation et disposee sur une zone de report, ladite 
zone de report etant situee a un niveau inferieur k 
celui de la grille de metallisation. 

L' invention a egalement pour objet un module pour 
carte ^ puce comportant une amorce de metallisation, 
notamment choisie parmi. les matidres catalytiques ^ base 
de palladium utilisees pour la metallisation des 
substrats polymeres. 
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HEVEiroiCATIONS 

1. Precede de fabrication d'un support de memorisation 
de type carte a puce a contacts affleurants et/ou 
sans contact, comprenant un micromodule comportant 
5 un film support 1 portant une grille de 

metallisation 7, et une puce de circuit integre 9 
placee dans une zone de report et reliee a ladite 
grille de metallisation 1, ledit procede 6tant 
caracterise en ce qu'il comporte les etapes^ en 
10 ordre quelconque, consistant a: 

realiser une grille de metallisation 7 sur le 
film support 1 du micromodule, et 

deformer le film support 1 de maniere qu'au moins 
ladite zone de report soit a un niveau inferieur 
15 par rapport au plan de ladite grille de 

metallisation • 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce 
qu'il comporte en outre les etapes ulterieures de 

20 confection des cartes a puce sur bobine et/ou en 

ligne . 

3. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce 
qu'on realise la grille de metallisation par un 

25 procede non electrolytique. 

4. Procede selon la revendication 3, caracterise en ce 
qu'il comporte le depot d'un initiateur de grille de 
metallisation par une methode additive, sous la 

30 forme d'un depot d'au moins une amorce de 

metallisation selon des motifs predefinis 
correspondant aux surfaces de ladite grille de 
metallisation, par serigraphie, tampographie, 
offset, jet d'encre, f lexographie, agent traceur ou 

35 toute technique analogue, puis la fixation non 

electrolytique d'lu moins un metal approprie, tel 
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que par exemple Cu, Ni et/ou Au, catalysee par 
ladite amorce sur les zones ou elle est presente. 

Procede selon la revendication 4, caracterise en ce 
que 1' amorce de metallisation est choisie parmi les 
matieres catalytiques a base de palladium utilisees 
pour la metallisation des substrats polymeres. 

Precede selon la revendication 4, caracterise en ce 
que 1' amorce de metallisation consiste 

essentiellement en un agent filmogene tel que du 
polyurethanne, un additif conferant une tensio- 
activite appropriee^ tel qu'un polyester^ un 
polyamide et/ou une polyoxazolidone, un metal noble 
ionique et/ou colloidal, ou un compose covalent ou 
complexe de celui-ci avec des ligands organiques, en 
particulier un complexe ou un sel inorganique de Cu, 
Au, Ag, Pt, Pd ou Ru, des charges organiques et/ou 
inorganiques et un solvant organique. 

Precede selon la revendication 4, caracterise en ce 
qu'il comporte une activation de ladite amorce, 
notamment par insolation sous rayonnement UV, ainsi 
qu'un sechage. 

Precede selon la revendication 4, caracterise en ce 
qu ' il comprend 1 ' impregnation de la bande 
directement ou ulterieurement dans un bain 6 d'un 
sel du metal choisi pour la metallisation, par 
exemple Cu, Ni et/ou Au, en continu, 
sequent iellement ou en discontinu. 

Proc6de selon la revendication 4, caracterise en ce 
qu'il comporte en outre une etape subsequente de 
depot electrolytique d'une couche supplementaire de 
metal, tel que par exemple Cu, Ni, Au ou Pd, sur les 
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10 
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15 

12. 

20 

13. 

25 



memes zones 7 du film support que celles ayant re<?u 
la metallisation susdite. 

Precede selon la revendication 3, caracterise en ce 
qu'il comporte le depot non electrolytique d'au 
moins un metal approprie^ tel que par exemple Cu, et 
la realisation de la metallisation selon des motifs 
predefinis, par une methode soustractive selon une 
image correspondant a ladite grille de 
metallisation, en particulier par photolithographie . 

Precede selon la revendication 3, caracterise en ce 
qu'on applique d'abord sur le substrat polymere a 
traiter, constitue par le film support dielectrique 
susdit, une couche fine d'au moins un metal tel que 
Cu, Ni ou Au, de preference par une technique de 
depot sous vide. 

Precede selon I'une des revendications 1 ou 2, 
caracterise en ce qu'on lamine une grille metallique 
decoupee mecaniquement sur un film support. 

Precede selon la revendication 10, caracterise en ce 
que la photolithographie proprement dite comporte 
les etapes de: 

d6p6t d'une couche de resine photosensible sur 

le metal susdit, 

- insolation a travers un masque ou un film, 

- developpement de la resine, 

- gravure du metal dans les zones non protegees 
par la resine, et 

- enlevement de la resine photosensible. 



35 



14. Precede selon la revendication 10, caracterise en ce 
qu'on precede en outre soit avant, soit apres la 
mise en oeuvre de la photolithographie, a un depot 
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electrolytique d'un revetement metallique, notamment 
un revetement de Ni+Au, Ni+Pd et/ou Ni+Pd+flash Au, 
oil "flash Au" designe un depdt de faible epaisseur 
du metal Au. 



10 



15. Proc6de selon I'une quelconque des revendi cat ions 1 
a 14, caracterise en ce qu'il comprend en outre les 
etapes suivantes, consistant a: fixer et connecter 
la puce avant la deformation du film support 
dielectrique, puis d^former le film support par 
pression de celui-ci dans un evidement de corps de 
carte, avec un poingon comportant un logement. 

16. Procede selon la revendication 13, caracterise en ce 
15 qu'il comprend I'etape consistant a connecter la 

puce apr^s deformation du film support. 

17. Precede selon la revendication 16, caracterise en ce 
que le film support est press6 et colle par un 

20 poingon dans un Evidement, ou cavite, forme a 

I'avance dans un corps de carte, la puce 6tant 
ensuite connect^e, tandis que le film est fixe dans 
1 ' evidement . 

25 18. Procede selon la revendication 16, caracterise en ce 
que, pour deformer le film, on place celui-ci dans 
une empreinte d'un moule approprie, on le plaque 
centre une parol interne et, apres introduction de 
la matiere dans 1' empreinte, le film support est 

30 d^forme par la pression de la matiere contre un 

poingon 8 ayant une forme complementaire de celle 
d'un evidement A former et/ou par le deplacement du 
poingon . 

35 19. Procede pour la fabrication d'un micromodule 
comprenant une puce de circuit int6gre 9 munie de 
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plots de sortie 10 qui sont relies electriquement a 
une grille de metallisation, caracterise en ce qu'il 
comporte les etapes, dans un ordre approprie, 
consistant a: 

5 - realiser une grille de metallisation sur le film 

support 1 du micromodule/ et 

- defoinner le film support de maniere qu'au moins 
la zone de report de la puce soit a un niveau 
inferieur par rapport au plan de la grille de 

10 metallisation, 

- reporter la puce de circuit integre 9 sur ledit 
motif et effectuer les connexions, 

- enrober la puce dans une resine protectrice 11, 
et 

15 - decouper ledit motif en vue de le separer du 

reste de la bande, afin d'obtenir un micromodule 
sur support isolant. 

20. Precede de fabrication d'un support de memorisation 
20 de type carte a puce a contacts affleurants et/ou 

sans contact, caracterise en ce qu'il comporte la 
fabrication d'un micromodule par le procede selon la 
revendication 19, ainsi que le report et la fixation 
du micromodule dans une cavite de ladite carte, afin 
25 de positionner la grille de metallisation en 

affleurement de la surface du corps de carte . 

21. Procede de fabrication d'un support de memorisation 
de type carte a puce a contacts affleurants et/ou 

30 sans contact, comprenant un micromodule obtenu par 

le procede selon I'une quelconque des revendications 
1 a 16, dans lequel on: 

- fournit un corps de carte avec une cavite, 

- reporte et fixe dans ladite cavite le 
35 micromodule comportant sa puce et ses 

connexions, par exemple par collage sous 
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pression, de maniere a ce que le substrat 

support du micromodule epouse la forme de 

ladite cavity et a ce que la grille de 

metallisation soit en affleurement de la 
surface du corps de carte, et 

depose une resine protectrice 11 dans la 
cavite . 



15 
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22. Precede de fabrication d'un support de memorisation 
^® ^yP® carte a puce k contacts affleurants et/ou 
sans contact, comprenant une puce de circuit integre 
9 noyee dans le corps de carte et qui et connect^e S 
une grille de metallisation 7, caract^rise en ce 
que: 

ladite grille de metallisation forme un motif, 
qui est realise sur un substrat formant un 
support dialect rique, 
et en ce qu'il comporte en outre les etapes 
consistant a: 

fournir un corps de carte avec une cavite, 
reporter et fixer, dans la cavite, le substrat 
predecoupe, par exemple par collage sous 
pression, de maniere a ce qu'il epouse la forme 
de ladite cavit6 et k ce que la grille de 
25 metallisation soit en affleurement de la 

surface du corps de carte, 

reporter la puce de circuit integre dans le 
fond de la cavite, sur ledit motif, et 
effectuer les connexions, et 
^° ~ deposer une resine protectrice 11 dans la 

cavite. 

23. Module pour carte ^ puce, obtenu par le precede 
selon la revendication 19. 

35 
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24. Module pour carte a puce selon la revendication 23, 
caracterise en ce qu'il comporte une amorce de 
metallisation, notamment choisie parmi les matieres 
catalytiques a base de palladium utilisees pour la 

5 metallisation des substrats polymeres. 

25. Module pour carte a puce, comportant une grille de 
metallisation disposee sur un film support 
dielectrique et une puce . de circuit integre 

10 connectee a ladite grille de metallisation et 

disposee sur une zone de report, caracterise en ce 
que ladite zone de report est situee a un niveau 
inferieur a celui de la grille de metallisation . 

15 26. Carte a puce, obtenue par le procede selon I'une 
quelconque des revendications 1-18 et 20-22. 

27. Carte a puce, contenant un module selon la 
revendication 25. 



20 
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